
 
 

 
 

 
 

MODULO DI PREISCRIZIONE 
CORSI BIENNALI 

il presente modulo non vincola alcuna iscrizione 
 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente a (città o paese) …………………………………………………………………………………………………………(…………………………) 

CAP ……………………………, via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………… n°………………… 

recapito telefonico …………………………………………………………………………… cell ………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiedo a questa Segreteria di essere contattato/a nel caso in cui 

i dipartimenti da me indicati siano a rischio posti 
 

 

 

 

 

 

per l’Anno Accademico 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ INDUSTRIAL AND RESEARCH DESIGN  □ INTERIOR AND URBAN DESIGN 

□ SCENOGRAFIA □ ARTI VISIVE 

  

□ ANIMAZIONE 3D □ WEB e APP DESIGN 

□ FOTOGRAFIA □ CINEMA e AUDIOVISIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brescia ………………………………………….          Il richiedente ……………………………………………………… 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Normativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003)Le informazioni contenute nel presente modulo e negli eventuali 
allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questo modulo siete pregati di 
informarci  e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o 
totalmente). I moduli possono essere oggetto di monitoraggio da parte di L.A.B.A. s.r.l.. Del contenuto è responsabile il mittente 
del presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questo modulo è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non 
copiarlo, a non diffonderlo e a non usarlo. La informiamo che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 può 
rivolgersi al titolare del trattamento L.A.B.A. s.r.l. per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Privacy”, 
o inviando una e-mail all’indirizzo info@laba.edu 
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